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Abstract (en)
The invention relates to a method for the production of rotationally symmetric bodies by atomising a metal melt, collecting the resulting metal
droplets on a rotating surface, the surface being completely covered with metal droplets after one complete revolution, continuing to move the
surface, while maintaining the rotation, out of the collecting position or plane of atomisation. In order to improve known methods in such a way
that the body produced has as uniform a diameter as possible over its total length, it is proposed that the position of the plane of atomisation be
determined continuously during the feed of metal droplets and the speed of movement of the surface and/or the mass flow of the metal droplets be
controlled so that a predetermined ideal position of the plane of atomisation is maintained. <IMAGE>

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von rotationssymmetrischen Kérpern durch Verspriihen einer Metallschmelze, Auffangen der so
erzeugten Metalltropfchen auf eine rotierende Unterlage, wobei die Unterlage nach einer vollstdndigen Umdrehung mit Metalltrdpfchen voll belegt
ist und Fortbewegen der Unterlage, unter Beibehaltung der Rotation, aus der Auffangstellung bzw. Sprithebene. Um bisher bekannte Verfahren
dahingehend zu verbessern, daf3 der erzeugte Korper Uiber seine gesamte Lange einen mdglichst gleichbleibenden Durchmesser aufweist, wird
vorgeschlagen, daf3 die Lage der Spriihebene wahrend der Metalltrdpfchenzufuhr fortlaufend ermittelt und die Bewegungsgeschwindigkeit der
Unterlage und/oder der Massenstrom der Metalltropfchen derart geregelt werden, daf3 eine vorgegebene Soll-Lage der Sprithebene eingehalten
wird.
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